
                    

        

   

  

展覽日期： 2021年9月9日至11日(星期四 - 星期六) 

展覽地點： 深圳國家會展中心  

主辦單位： 法蘭克福展覽(香港)有限公司  

聯繫單位： 香港商法蘭克福展覽有限公司台灣分公司 

合作公會： 台北市進出口商業同業公會 
 

展覽項目  

 ■ 增材製造解決方案 ■ 增材製造材料 ■ 增材製造設備 

 ■ 增材製造相關配件及零件 ■ 軟體、數位應用、逆向工

程 

■ 三維掃描儀器與相關軟體 

 ■ 前處理與後處理設備與技術 ■ 產品研發、設計、服務 ■ 其他先進成型技術、設備及產品 

 ■ 粉末冶金原材料及輔料 ■ 粉末冶金設備 ■ 粉末冶金相關配件及零件 

 ■ 粉末冶金製品 ■ 先進陶瓷原材料及輔料 ■ 先進陶瓷相關配件及零件 

 ■ 先進陶瓷製品 ■ 質量管理及計量 ■ 培訓、教育、資格認證 
 

參展費用  

套裝攤位：標準面積 9 平方公尺，含大會基本造型與傢俱、攤位清潔、名錄刊登、參展證件等服務。 
 人民幣1,65元/平方公尺 
  
空地攤位：標準面積 18 平方公尺，僅含空地租金、名錄刊登、參展證，裝潢需由廠商自行委託搭建商規劃施工。 

 人民幣1,400元/平方公尺 
 

 

基本裝潢 ☆ 以9平方公尺為標準攤位，數量將隨面積大小而調整  ☆ 本公司有權因設計變動更換下列配備 

  可鎖櫃  會議椅  會議桌  公司招牌  地毯 

  插座  紙屑桶    
 

 

 

 

 

報名方式 填妥台灣館報名表並蓋立大小章後先回傳至本公司，正本連同保證金支票郵寄回，才算完成報名程序。 

訂金開立  報名時需一併繳交保證金支票，金額開立依攤位面積大小如下： 

  9 sqm 以下 

13 ~ 24 sqm 

25 ~ 36 sqm 

--  NTD 50,000 

--  NTD 100,000 

--  NTD 150,000 

37 ~ 48 sqm 

49 ~ 60 sqm 

60 sqm 以上 

--  NTD 200,000 

--  NTD 250,000 

--  NTD 300,000 

  

 
請依所訂攤位面積按上述金額開立 禁背支票 郵寄予本公司 

抬頭：香港商法蘭克福展覽有限公司台灣分公司 / 到期日：中華民國110年6月30日 

  保證金支票僅做為廠商參展意願之確認，並不與場租費用相扣抵。待廠商完成付款手續後，本公司將會 

原票掛號 退回。 

付款方式  

 
本公司將於攤位確認後開立全額場租費用發票(Invoice)寄予廠商繳款。參展費用請於發票上所訂之繳

款截止日前以匯款至指定帳戶。匯款完成後請將水單或匯款電文提供至本公司對帳。 

攤位分配                               
攤位位置將由本公司彙整廠商面積需求後，依廠商需求面積大小先行規劃，遇同面積的廠商，則以報名

先後順序選位。 

  攤位面積及規格將視大會平面圖，以儘量符合廠商報名表上所填的需求為原則。 

  
本公司有權因大會變更平面圖或因市場需求之改變，必要時調整攤位位置。如遇轉角攤位數量不足等

特殊狀況，將以申請面積及報名先後順序為優先之考量標準。 

取消參展  報名經本公司書面確認後，若取消參展，原繳交之保證金將不予退還。 
備    註  詳細之完整參展辦法與規定，請參閱本公司網址：www.messefrankfurt.com.hk 

聯絡方式:  香港商法蘭克福展覽有限公司台灣分公司 台北市110市民大道六段288號8樓 林培皓 先生 

電話：(02) 8729-1026傳真：(02) 2747-6656   email: jason.lin@taiwan.messefrankfurt.com 

2021 年『深圳國際增材製造、粉末冶金與先進陶瓷展覽會』台灣辦法及規定 
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深圳國際增材製造、粉末冶金與先進陶瓷展覽會 
2021 年 9 月 9-11 日  
深圳國際會展中心．中國．深圳 
 
 
請填妥下列報名表，蓋立公司大小章後，先傳真再將正本交回：香港商法蘭克福展覽有限公司台灣分公司  
台北市 110 市民大道 6 段 288 號 8 樓 Tel: 02 8729 1026  Fax:02 2747 6656  Email: jason.lin@taiwan.messefrankfurt.com 
 
 
1. 公司資料：請詳細填寫，訊息將作為展會會刊訊息之用途 

公司名稱 (中)：  

公司名稱 (英)：  

             
郵遞區號 

地址 (中)：   (      )_  

地址 (英)：     

公司電話：    公司傳真：  

公司負責人：  □小姐 / □先生    英文：  

公司 Email： 公司網站：  

所屬公會：□ 台北市進出口商業同業公會   其他：                                                   

展務聯絡人： □小姐 / □先生    英文：  

展務聯絡人 Email： 分機：  

 

2. 發票開立資料：（請勾選）    □ 同上述資料 (下面無需再填寫)      □ 需另行開立如下 

     (★請注意：場租發票開立之收受者僅限於香港、中國及台灣三地登記之企業，其他海外地區恕無法開立發票。) 

發票抬頭(英文)：                                                                                          

發票地址(英文)：                                                                                         

                   

4. 申請面積與攤位費用：  

套裝攤位 人民幣 1,650/平方公尺   □  9 平方公尺 □ 其他面積：       平方公尺 

空地攤位 人民幣 1,400/平方公尺   □ 18 平方公尺 □ 其他面積：       平方公尺 

 

5. 公司主要目標市場國家/地區 

    海外：1.____________ 2.____________ 3.____________ 其他._______________ 

    國內：1.____________ 2.____________ 3.____________ 其他._______________ 

 

6. 産品分類：（可複選） 

□ 增材製造解決方案 □ 增材製造材料 □ 增材製造設備 

□ 增材製造相關配件及零件 □ 軟體、數位應用、逆向工程 □ 三維掃描儀器與相關軟體 

□ 前處理與後處理設備與技術 □ 產品研發、設計、服務 □ 其他先進成型技術、設備及產品 

□ 粉末冶金原材料及輔料 □ 粉末冶金設備 □ 粉末冶金相關配件及零件 

□ 粉末冶金製品 □ 先進陶瓷原材料及輔料 □ 先進陶瓷相關配件及零件 

□ 先進陶瓷製品 □ 質量管理及計量 □ 培訓、教育、資格認證 

□ 其他_______________   

 

台灣報名表 
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7. 産品中文說明：（200 個字以內） 

  

                                                                                                      

  

                                                                                                      

 

 

産品英文說明：（200 個字以內） 

  

                                                                                                      

  

                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
感謝您對本公司展覽的支持， 貴公司參加法蘭克福展覽(香港)有限公司所舉辦之2021年深圳國際增材製造、粉末冶金與先進

陶瓷展覽會 (formnext South China 2021)，必須同意下列事項： 

一、已確實瞭解，並願確實遵守本展大會及組團單位之參展辦法及有關規定。詳細規定與辦法可參閱網址 - 
www.hk.messefrankfurt.com 

二、保證不與其他非團員之公司共用攤位或私自轉售攤位，違者除立即停止展出外，其所繳交之費用亦不予退回；此後凡法

蘭克福展覽公司所舉辦之展覽皆謝絕參加。 

三、保證展出之產品不侵犯國內外其他廠商之專利權’、商標權，或其他智慧財產權。參展期間如經權責單位合法程序提出侵

權案件，相關之產品必須由攤位上撤除。 

四、如遇不可抗拒之人為或天災影響，導致展覽取消延期或是廠商無法順利參展，所有相關展覽費用不予退還。主辦單位保

留另行規劃展覽的權利，廠商須依合約履行參展活動。 

五、本公司以上所填相關訊息完全屬實，並為最新資訊。 

六、本公司聯絡人同意以上所填個人資料提供組團單位用於展覽會公開發行之大會名錄/會刊上，知悉組團單位於運作期間內

依個資法規定蒐集、處理及利用本人個人資料(應用區域為全球)，本公司亦了解個資法第三條得行使之權利及第八條不同

意提供時權益之影響。 

 

 
 
 
 
 

公司名稱：   公司負責人：  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大章：                                                     小章： 

(蓋章)    (蓋章)   

 

填表日期：西元__________年______月______日                                  ＊正本請務必寄回＊ 
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